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证券代码：688030 证券简称：山石网科 公告编号：2024-084 

转债代码：118007 转债简称：山石转债  

 

山石网科通信技术股份有限公司 

关于自愿披露公司 ASIC 安全专用芯片研发进展的公

告 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 

 

重要内容提示： 

 山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）研发的 ASIC 安全

专用芯片（以下简称“ASIC 芯片”）近日完成了第一次试产流片。试产芯片于

2024 年 9 月底按期回片，并在公司内部成功完成验证测试，所有指标均达到设

计要求。 

 风险提示： 

本次测试完成后，ASIC 芯片还需进入量产流片环节。从 ASIC 芯片研发完

成到产品量产尚需一定的周期，该过程中存在相关产品应用时间不确定、下游市

场需求变化等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 

为便于广大投资者了解公司新产品及技术研发进展情况，现将相关研发进展

公告如下： 

一、 ASIC 安全专用芯片的相关情况 

1、研发情况和最新进展 

为提高公司国产化安全硬件产品的性能和稳定性以及产品性价比，公司于

2021 年启动了芯片研发计划。第一阶段，公司在 FPGA 上实现了芯片构架和逻

辑的验证，并于 2022 年 5 月发布了首款搭载 FPGA 的产品；2022 年 11 月，公

司启动了芯片研发计划的第二阶段，即自研 ASIC 芯片设计阶段。 

2024 年 3 月，公司将 ASIC 芯片交付生产厂家进行第一次试产流片，并于 9
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月底按期回片。目前公司已将试产芯片在多款硬件平台上完成了适配，并进行了

冒烟测试、信号测试、功能测试、性能测试，测试结果均达到设计要求。综上，

经公司内部综合评估，公司已完成 ASIC 芯片试产阶段的研发并取得内部测试的

成功。 

2、后续研发安排 

现阶段，公司正持续进行试产芯片的完整功能和压力测试，待完成功能和压

力测试后，ASIC 芯片将进入到量产流片阶段；量产芯片回片并测试通过后进入

产品化应用阶段。目前，公司初步预计将在 2025 年陆续推出搭载 ASIC 芯片的

安全产品。 

二、对公司的影响 

公司对上述安全芯片技术具备完全自主知识产权，ASIC 芯片试产阶段的内

部测试成功，验证了公司技术路线的可行性，有利于继续推进 ASIC 芯片研发下

一阶段工作。 

本次 ASIC 芯片的研发，自 FPGA 阶段起，即受到来自金融、互联网、运营

商、教育、能源等行业客户的关注和支持。本次验证成功将加快 ASIC 芯片产品

化的整体进展，但因目前尚未进入基于 ASIC 芯片的产品化阶段，预计本次进展

不会对公司 2024 年业绩产生重大影响。后续，公司将持续推进安全芯片研发工

作，进一步完善公司产品矩阵，巩固和提升公司的综合竞争力。 

三、风险提示 

本次进展为公司 ASIC 芯片试产流片的内部测试取得良好结果，尚未进入基

于 ASIC 芯片的产品化阶段。从 ASIC 芯片研发完成到产品量产尚需一定的周期，

该过程中存在相关产品应用时间不确定、下游市场需求变化等风险，敬请广大投

资者注意投资风险。 

特此公告。 

山石网科通信技术股份有限公司董事会 

2024 年 10 月 18 日 
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